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(57) Abstract 



A sound transducer made of polyvinylidene fluoride (PVDF) and a method for making and integrating same into a card designed to 
generate acoustic signals for transmission over a telephone line, are disclosed. The method mainly comprises forming (10) double-sided 
metallised strips over the full width of a very thin elongate PVDF tape, cutting (1 1) each metallised strip into a unitary film, fixing (12) 
a portion of the film in a predetermined point on an interconnection pattern provided on the back of the card, removing the excess film, 
and stressing (13) said film portion so that it is capable of transmitting acoustic signals when a voltage is applied thereto. The method is 
particularly useful for producing very thin, low-cost cards for generating acoustic signals. 



(57) Abr£g£ 



L'invention sc rapportc a un transducteur sonore cn polyvinytidene fiuor6 (PVDF) et a son proc6d6 dc fabrication ct d'integration dans 
unc carte a production dc signaux acoustiques transmissiblcs par voie tflephonique. Le procddd est principalement caracteris* cn cc qu'il 
consiste a cffcctucr (10) des bandcs dc metallisations double-face reparties sur toute la largcur d'un ruban cn PVDF de grande longueur ct 
de trts faible cpaisseur, decouper (11) chaque bande dc metallisations en film unitaire, fixer (12) une portion de film sur un emplacement 
pnSddfini d'un motif d f interconnexions realise* sur la surface arriere de la carte ct supprimer rexccVicnt de film, puis placer la portion de 
film sous contrainte (13), dc maniere a ce qu'elie puisse emettre des signaux acoustiques lorsqu'une tension lui est appliquee. Ce proccV16 
est tres utile pour realiser des cartes a production de signaux acoustiques de trts faible cpaisseur et a faible prix de revient. 



VNIQUEMENTA TITRE D' INFORMATION 

Codes utilises pour identifier les Etats parties au PCT, sur ies pages de couverture des brochures publiant 
des demandes Internationales en verm du PCT. 



AT ^ 


Armenie 


GB 


AT 


Autriche 


GE 


AU 


Austral ie 


GN 


BB 


Barbaric 


GR 


BE 


Betgique 


KU 


BF 


Burkina Fa*o 


IE 


BG 


Bulgarie 


IT 


BJ 


Benin 


JP 


BR 


Bieul 


KE 


BY 


Belarus 


KG 


CA 


Canada 


KP 


CF 


Republique cenrjufricaine 




CG 


Congo 


KR 


CH 


Suisse 


KZ 


CI 


Cote d* I voire 


LI 


CM 


Carneroun 


LK 


CN 


Chine 


LR 


cs 


Tchecoslovaquie 


LT 


cz 


Republique tcheque 


LU 


DE 


Alleroagne 


LV 


DK 


Danemark 


MC 


EE 


Estonie 


MD 


ES 


Espagne 


MG 


FI 


Finlande 


ML 


FR 


Prance 


MN 


GA 


Gabon 


MR 



Royaume-Uni 

Geccgie 

Guinee 

Grece 

Hongrie 

IrUnde 

ttaUe 

Japon 

Kenya 

Kirghiz man 

Republique populaire democraiique 
de Corte 

Republique de Cotee 

Kazakhstan 

Liechtenstein 

Sri Unka 

Liberia 



Luxembourg 

Lettonie 

Monaco 

Republique de Moldova 

Madagascar 

Mali 

Mongolie 
Mauritanie 



MW 


Malawi 


MX 


Mexkjuc 


NE 


Niger 


NL 


Pays-Bas 


NO 


Norvege 


NZ 


NouveIle-Z61andc 


PL 


Pologne 


FT 


Portugal 


RO 


Roumanie 


RV 


Federation de Rustic 


SD 


Soudan 


SE 


Suede 


SG 


Singapour 


SI 


Slovdnie 


SK 


Slovaquie 


SN 


S^n^gaJ 


sz 


Swaziland 


TD 


Tchad 


TG 


Togo 


TJ 


Tadjikistan 


TT 


Trinit£-ct -Tobago 


UA 


Ukraine 


UG 


Ouganda 


US 


Etats-Unb d'Amtrique 


vz 


OuzMkistan 


VN 


Viet Nam 



WO 97/16049 



PCT/FR96/01667 



PROCEDE DE FABRICATION D'UN TRANSDUCTEUR SONORE INTEGR& 
DAKS UNE CARTE A PRODUCTION DE SIGNAUX ACOUSTIQUES 

L' invention se rapporte & un transducteur sonore et 
plus particulierement S son procede de fabrication et & 
son integration dans une carte a production de signaux" 
acoustiques de faible epaisseur. 
5 Une telle carte permet de transferer, vers un 

serveur par exemple, des informations conf identielles, 
de maniere securisee, par 1' intermedia ire d'une ligne 
telephonique. 

Les signaux acoustiques sont produits selon le 
10 principe de codage de donnees par un couple de 
frequences de 697 a 1633 Hz et sont plus connus sous 
1' appellation anglo-saxonne Dual Tone Modulation 
Frequency (DTMF) . En telephonie, ces signaux DTMF sont 
utilises pour la numerotation, la transmission de codes 
15 etc. 

On sait fabriquer, aujourd'hui , des transducteurs 
sonores en ceramique sur une epaisseur de l'ordre de 
0,3mm, en vue de les inserer dans des cartes de faible 
epaisseur, c'est-a-dire d' environ 0,8mm. Cependant, de 

20 tels transducteurs en ceramique sont tres coHteux et 
augmentent notablement le prix de revient des cartes. 

D'autres mater iaux sont par consequent a 1' etude, 
en vue de realiser des transducteurs sonores a faible 
coat. En particulier, il a deja ete envisage d'utiliser 

25 un materiau en polyvinylidene f luore (PVDF) ; Le PVDF 
est en effet un materiau avantageux car il est peu cher 
et il permet, en outre, de conserver les differences 
d' amplitudes qui existent entre les deux frequences 
definissant les signaux DTMF. 

3 0 Pourtant, jusqu'& present il s'est avere impossible 

de realiser un transducteur en PVDF de tres faible 
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Spaisseur en vue de l'inserer dans une carte au format 
class ique, d'epaisseur environ egale a 0,8 mm. En 
effet / les transducteurs sonores en PVDF, fabriques 
actuellement, comport en t chacun deux films de PVDF, 
5 electriquement relics et places sous contrainte. Ces 
films sont loges dans un cadre dont 1' Epaisseur est 
comprise entre 0,8 et 1mm. Chaque transducteur ainsi 
realise forme une piece unitaire qu'il faut ensuite 
fixer dans une carte en effectuant des reprises de 

10 contacts & l'aide de'fils conducteurs . 

Le montage d'un tel transducteur dans une carte 
impose par consequent un travail minutieux, fastidieux 
et long. En outre, la carte possede une epaisseur trop 
elevee, superieure a 1' epaisseur normal isee des cartes 

15 a puce, puisqu'elle est comprise entre 1,5 et 2mm. 

Enfin, le transducteur sonore est fragile puisqu'il ne 
peut resister a des contraintes dues a des torsions de 
la carte dans laquelle il est insere. 

20 La presente invention permet de palier tous ces 

inconvenients puisqu'elle propose un procede de 
fabrication d'un transducteur sonore en PVDF et 
d' integration de celui-ci dans une carte realisee au 
format classique des cartes a puces, selon la norme ISO 

25 78.16-12, avec une faible epaisseur d' environ 0,8mm. 

Cette carte permet de produire des signaux acoustiques 
transmissibles par voie telephonique. Elle supporte, 
sur la surface arriere, un motif d ' interconnexions . Le 
procede selon 1' invention est plus particulierement 

30 caracterise en ce qu'il consiste a : 

- effectuer des bandes de metallisations double- 
face, definissant des electrodes, reparties sur toute 
la largeur d'un ruban en PVDF de grande longueur et de 
tres faible epaisseur, 
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3 



- decouper chaque bande de metallisations en film 
unitaire de grande longueur, 

- fixer une portion de film sur un emplacement 
predefini du motif d' interconnexions de la surface 

5 arriere de la carte et supprimer l'excedent de film, et 

- placer la portion "de film sous contrainte, de 
maniere a ce qu'elle puisse emettre des signaux 
acoustiques lorsqu'une tension lui est appliquee. 

10 Un autre objet de 1' invention concerne un 

transducteur sonore en PVDF integre dans une carte a 
production de signaux acoustiques transmissibles par 
voie telephonique, dont la surface arriere supporte un 
motif d ' interconnexions , caracterise en ce qu'il 

15 comprend : 

- des rainures paralleles les unes aux autres 
supportees par la surface arriere de la carte, 

- une portion de film en PVDF, de tres faible, 
epaisseur, supportant deux electrodes, infer ieure et 

2 0 supferieure, connectees au motif d ' interconnexions de la 

carte , et 

- une piece de contrainte dont la face inf£rieure 
comporte des crans paralleles entre-eux, aptes a se 
positionner en regard des rainures et a appuyer sur la 

25 portion de film pour lui conferer une forme crenelee. 

Le transducteur sonore selon la presente invention 
est realise au sein de la carte a production de signaux 
DTMF. Par consequent, le transducteur ne se presente 

3 0 plus sous la forme d'une piece unitaire inser£e dans la 

carte mais il fait partie integrante de la carte. Pour 
cette raison, sa resistance m6canique aux contraintes, 
dues a des torsions de la carte par exemple, est 
grandement amelioree. De plus, 1 ' integration du 
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transducteur dans la carte se fait tres simplement, par 
collage* 

D'autres particularity et avantages de 1' invention 
5 apparaltront li la lecture de la description faite a 
titre d'exemple illustratif et non limitatif, en 
r^f^rence aux figures annexees qui representent : 

la figure 1, un organigramme illustrant les 
stapes d'un proc^de selon 1' invention, 
10 - la figure 2, des bandes de metallisations sur un 

ruban de grande longueur, 

- les figures 3A a 3E, des schemas d'une carte de 
faible epaisseur au cours de 1 ' integration d'un 
transducteur sonore selon 1' invention, 
15 - la figure 4, un schema en coupe A— A du 

transducteur sonore de la figure 3D* 

Un mode de realisation d'un procede selon 
1' invention est resume dans 1' organigramme de la figure 

20 l. Un tel proced£ consiste, dans une premiere etape 10, 
a effectuer des bandes de metallisations double-face 
sur un ruban en PVDF de grande longueur et de tres 
faible epaisseur, Ces bandes de metallisations sont 
reparties sur toute la largeur du ruban et leur largeur 

25 correspond a celle du transducteur & r^aliser. La 
mani&re dont ces metallisations sont effectuees est 
expliquee dans ce qui suit. A 1' etape suivante 11, 
chaque bande de metallisations est decoupee pour former 
un film unitaire de grande longueur entierement 

30 metallise sur ses deux faces inferieure et superieure. 

Les metallisations definissent ainsi deux electrodes 
inferieure et superieure sur le film unitaire. En 
parallele avec les stapes 10 et 11, des composants 
electroniques passifs et act if s sont fixes et cables 
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sur la surface arriere d'une carte. Ensuite, a l'etape 
12, une portion du film unitaire est fixee sur la 
surface arrifere de cette carte, et plus precis£roent ses 
deux electrodes sont connectees a un motif 
5 d ' interconnexions realisfe sur cette surface arriere. La 
fixation de la portion de film est decrite dans ce- qui 
suit. Enfin, la dernidre etape 13 consiste & 
contra indre la portion du film, de mani&re & ce qu'elle 
puisse emettre des signaux acoustiques lorsqu'une 
10 tension lui est appliqu6e. 

Toutes ces stapes de procede seront mieux comprises 
au regard des figures 2 a 4. 

La figure 2 illustre un mode de realisation des 
15 bandes de metallisations 22 sur un ruban 2 0 de grande 
longueur et de tres faible epaisseur. Le ruban 2 0 est 
en polyvinylidene fluore (PVDF) et se presente sous la 
forme d'un rouleau. De mani&re avantageuse, les dipoles 
moleculaires du PVDF ont prealablement ete orient£s, de 

2 0 fa<?on permanente, selon un procede bien connu de 

1'homme du metier. Le rouleau est progress ivement 
deroule et entralne, a vitesse constante, dans une 
chambre de depdt 21. 

Les bandes de metallisations 22 sont alors 
25 realisees sur les faces inferieure et superieure du 
ruban, par un procede d' Evaporation par exemple, dans 
la chambre 21. 

Pour pouvoir realiser des bandes uniformes, de 
largeur constante, des masques, non representes sur la 

3 0 figure 2, sont places dans la chambre d' evaporation 21. 

Les petites bandes non metallis£es restantes, de 
largeur identique a celles des masques places dans la 
chambre d' evaporation, c'est-a-dire de largeur environ 
egale a 10mm, definissent, de mani&re avantageuse, des 
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axes de decoupe 23. Ces axes de decoupe 23 permettent 
de decouper chaque bande de metallisations 22 en un 
film unitaire de grande longueur et de tres faible 
epaisseur, comprise entre 9 et 12 p. 
5 De plus, les axes de decoupe 23, non metallises, 

sent suf f isamment larges pour eviter toute formation de 
court-circuit lateral, entre les deux faces metallisees 
d'une bande, pendant la decoupe. 

Les figures 3A a 3E illustrent les etapes de 

10 finition d'un transducteur realise selon le proce\de de 
la figure 1 et, plus particulierement , elles illustrent 
la maniere dont un tel transducteur est integre dans 
une carte de faible epaisseur. Ainsi, la figure 3 A 
repr£sente la surface arriere 100 d'une carte a 

15 production de signaux acoustiques. La face super ieure 
de cette surface arriere 100 supporte un motif 
d' interconnexions 110 sur lequel sont fix£s des 
composants electroniques necessaires au f onctionnement 
de la carte, a savoir : un micromodule 14 0, un circuit 

20 130 de production de signaux acoustiques, un r^sonateur 
160, une pile 150 et d'autres composants passifs. Ces 
composants electroniques sont fixes par collage par 
exemple, au moyen d'un adhSsif conducteur anisotrope. 

En outre, des rainures 120 sont pratiqu£es sur la 

25 surface arriere 100, a 1' emplacement du transducteur 
sonore. Ces rainures sont orientees parallelement les 
unes aux autres, dans le sens de la largeur de la 
carte, par exemple, et sont pratiquees entre deux 
points de contacts 112, 113 du motif d' interconnexions 

30 110. Ces deux points de contacts 112, 113 sont prevus 
pour la connexion des electrodes inferieure et 
super ieure d'une portion d'un film unitaire tel que 
precedemment deer it. La largeur de chaque rainure est 
de preference comprise entre 2 mm et 3 mm pour un 
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transducteur de longueur comprise entre 27 et 35mm. De 
plus, la profondeur -de chaque rainure est de 1'ordre de 
0,19 mm pour une surface arriere d'epaisseur environ 
egale a 0,2mm. Selon une variante de realisation, les 
5 rainures peuvent ega;lement §tre orientees dans le sens 
de la longueur de la carte, parallelement les unes aux 
autres. Dans ce cas, la fabrication du -transducteur 
integre selon 1' invention est identique, il y a 
simplement une rotation de 90° par rapport a ce qui est 

10 decrit. La surface arriere 100 est de preference 
realisee dans une matiere presentant une bonne rigide 
mecanique telle que du verre epoxy par exemple. 

Le film unitaire 22 eh PVDF, metallise sur ses deux 
faces, est ensuite place sur son emplacement, de 

15 maniere a recouvrir les rainures 12 0, tel que 
represents sur la figure 3B. Pour cela, le film 
unitaire est prealablement tendu, puis colle, a une 
premiere extremite de son emplacement, sur un premier 
point de contact 112 du motif d' interconnexions 110, Le 

20 collage est realise au moyen d'un adhesif conducteur 
anisotrope 27 afin de relier electriquement 1' electrode 
inferieure du film 22 au point de contact 112. Le film 
est d' autre part colle sur la surface arriere 100 de la 
carte, a une deuxieme extremite de son emplacement, a 

25 l'aide d'une simple colle 26 de type classique. Le film 
22 est alors decoupe le long d'un axe de decoupe 24, de 
maniere a supprimer l'excedent de film et a ne garder 
qu'une portion de film 25 fixee, a ses deux extremites, 
sur la surface arriere 100 de la carte. 

3 0 Des precautions doivent cependant etre prises, lors 

de la decoupe du film, pour eviter d'eventuels court- 
circuits lateraux susceptibles de se former entre les 
deux electrodes inferieure et superieure de la portion 
de film 25. Ces precautions consistent notamment a 
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proceder a une decoupe tres lente, sans appuyer sur la 
portion de film 25. 

De preference, la portion de film 25, mStallisee 
sur ses deux faces, est fixee sur la surface arri^re 
5 100, de telle sorte que ses dipdles moleculaires soierit 
orientSs parallfelement au cote longitudinal de la 
surface arriSre 100 de la carte. 

En outre, l'epaisseur de cette portion de film 25 
est tr&s faible puisqu'elle est avantageusement 

10 comprise entre 9 et 12 p. 

Dans une £tape suivante, illustree sur la figure 
3C, une deuxieme liaison electrique est realisee entre 
la portion de film unitaire 25 et le motif 
d' interconnexions 110. En effet, 1' electrode superieure 

15 de la portion de film 25 est reunie au deuxieme point 
de contact 113, du motif d' interconnexions 110, situe a 
proximite de la deuxieme extrfemite de la portion de 
film. Pour cela, une lame mfetallique 2 8 est fixee, sur 
1' electrode superieure de la portion de film 2 5 et sur 

20 le deuxieme point de contact 113, au moyen d'un adhesif 
conducteur anisotrope . 

La portion de film 25 ayant ete fixee sur la 
surface arrive de la carte, il faut alors la placer 
sous contrainte de maniere a ce qu'elle puisse emettre 

25 des signaux sonores lorsgu'une tension lui est 
appliquee. Une piece de contrainte 170, de forme 
rectangulaire, apte a recouvrir toute la surface de la 
portion de film 25, est alors realisee. 

De maniere avantageuse des crans 171 sont pratiques 

3 0 sur la face inferieure de la piece 1 de contrainte 17 0. 

Ces crans 171 sont paralleles entre-eux et orientes 
dans le sens de la largeur de la piece 170. Ainsi, lors 
de la mise en place de la piece de contrainte 17 0, les 
crans 171 viennent se positionner en regard des 
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rainures 120 de la surface arriere 100 et exercent une 
pression sur la portion de film 25 de maniere a lui 
conf§rer une forme cr6nel£e. 

Du fait que les dipdles moleculaires du PVDF soient 
5 orientes, la r£ponse de la portion de film 25 devient 
anisotropique lorsque celle-ci est placfee sous 
contrainte. Pour cela, il est important de fixer la 
portion de film 25 de telle sorte que ses dipoles 
moleculaires soient orientfes perpendiculairement aux 

10 rainures 120. C'est en effet lorsque la contrainte est 
appliquee perpendiculairement & 1 ' orientation des 
dipoles moleculaires de PVDF, que le transducteur 
sonore realise selon la presente invention fonctionne 
le mieux, C'est pourquoi, €tant donne que les rainures 

15 12 0 sont pratiqu£es dans le sens de la largeur de la 
carte, la portion de film 25 est fixee de telle sorte 
que ses dipoles moldculaires soient orientes 
parallelement au cote longitudinal de la carte. Dans la 
variante decrite pr 6cedemment , lorsque les rainures 

2 0 sont pratiquees dans le sens de la longueur de la 
carte, il suffit done de tourner la portion de film 25 
et la pi£ce de contrainte 170 de 90°. 

De preference, le transducteur ainsi realise, et 
represents dans son integralite sur la figure 3D, se 

25 presente sous une forme rectangulaire, de largeur 
comprise entre 25 et 30 mm et de longueur comprise 
entre 27 et 35mm. 

De plus, lors de la mise en fonctionnement du 
30 transducteur, un autre probleme s'est pose puisque, 
d'apres l'enseignement theorique reqiu de l'art 
anterieur, il aurait fallu appliquer une tension d'une 
centaine de volts aux homes d f un transducteur selon la 
presente invention, pour obtenir une reponse similaire 
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& celle d'un transducteur classique en ceramique aux 
homes duquel une tension de trois a six volts est 
appliquee. Or, de maniere surprenante, il a cependant 
6te constats qu'une tension de douze volts appliquSe 
5 aux bornes du transducteur, realise selon la presente 
invention, permet d'obtenir une reponse correcte. 

La surface arri&re 100 de la carte est ensuite 
recouverte par une surface avant 180, tel qu'illustre 
sur la figure 3E, dans la face inferieure de laquelle 

10 est pratiqu&e une grande cavite 181 apte a encadrer les 
composants electroniques fix§s sur la surface arridre. 
En outre une touche, non representee sur la figure 3E, 
placee dans une cavite 182 de la surface avant 180, 
permet d'actionner un systeme de declenchement du 

15 circuit 130 de production de signaux acoustiques. Cette 
touche permet en effet de court-circuiter des points de 
contacts 111 realises sous forme de traits 
interdigites , appartenant au motif d' interconnexions 
110 / de maniere a Stablir un contact apte a declencher 

20 le circuit 13 0* 

Selon une variante il est possible de rSaliser la 
piece de contrainte directement sur la face inferieure 
de la surface avant 180. Ainsi, elle fait partie 
integrante de la surface avant de la carte. De plus, 

25 ceci permet de reduire encore l'epaisseur de la carte. 

La figure 4 represente un schema en coupe A-A du 
transducteur sonore de la figure 3D. La surface arriere 
100 est representee en hachure. Les rainures 12 0 
3 0 possedent une profondeur de 1'ordre de 0,19 mm et une 
largeur comprise entre 2 et 3 mm. A une premiere 
extremite, a gauche sur la figure 4, 1' electrode 
inferieure de la portion de film 2 5 en PVDF est 
€lectriquement . reliee au premier point de contact 112 
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du motif d' interconnexions au moyen d'un adhesif 
conducteur anisotrope 27. A une deuxieme extremite, a 
droite sur la figure 4, 1' electrode inferieure de la 
portion de film 2 5 est fixee sur la surface arriere 100 
5 par collage a 1'aide d'une simple colle 26, et 
1' electrode super ieure est electriquement reliee au 
deuxieme point de contact 113 du motif 
d' interconnexions, non represents sur la figure 4, par 
l'intermediaire d'une lame metallique 28 fixee par 
10 collage, au moyen d'un adhesif conducteur anisotrope 
27. 

La piece de contrainte 170 munie de ses crans 171" 
poss&de une epaisseur de pr§f€rence comprise entre 0,3 
et 0,4 mm* Les crans 171 sont places en vis-a-vis des 

15 rainures 120 pratiquees sur la surface arriere 100, et 
appuient sur la portion de film 2 5 de maniere a lui 
conferer une forme crenelee, De plus, les rainures 120 
forment, de maniere avantageuse, des sortes de petites 
cavites dans lesquelles la portion de film de PVDF, 

2 0 placee sous contrainte, peut vibrer lorsqu'une tension 
lui est appliquee. 

Selon une variante de realisation, il est en outre 
possible de pratiquer des trous debouchants, non 
representes sur la figure 4, repartis de maniere 

25 reguli&re le long des rainures 12 0 de la surface 
arriSre 100 de maniere a ce qu'ils facilitent 
1' emission des signaux acoustiques. 
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REVEND X CAT I ONS 
1- ProcedS de fabrication d'un transducteur sonore, 
en polyvinylidfene fluorS (PVDF) , et d' integration de 
celui-ci dans une carte de faible epaisseur apte a 
produire des signaux acoustiques transmissibles par 
5 voie teldphonique, sur la surface arrive (100) de 
laquelle est realise un motif d' interconnexions (110), 
caracterise en ce qu'il consiste a : 

- effectuer des bandes de metallisations double- 
face (22) , dSfinissant des electrodes, rSparties sur 

10 toute la largeur d'un ruban (20) en PVDF de grande 
longueur et de tres faible epaisseur, 

- d£couper chaque bande de metallisations (22) en 
film unitaire de grande longueur, 

- fixer une portion de film (25) sur un emplacement 
15 pr&defini du motif d' interconnexions (110) de la 

surface arridre (100) de la carte et supprimer 
l'excedent de film, puis 

- placer la portion de film (25) sous contrainte, 
de maniere & ce qu'elle puisse emettre des signaux 

20 acoustiques lorsqu'une tension lui est appliquee. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce que la fixation de la portion de film (25) sur le 
motif d' interconnexions (110) de la surface arriere 

25 (100) consiste, dans un premier temps, a coller 
1' electrode inf£rieure de la portion de film, & une 
premiere extremite, sur un premier point de contact 
(112) du motif d' interconnexions (110) au moyen d'un 
adhesif conducteur anisotrope (27) de maniere a 

30 realiser une premiere liaison electrique et, a une 
deuxieme extremite, sur la surface arriere au moyen 
d'une simple colle (26); puis dans un deuxieme temps, a 
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realiser une deuxi&me liaison electrique, a la deuxieme 
extremite, entre f electrode super ieure de la portion 
de film (25) et un deuxifeme point de contact (113) du 
motif d' interconnexions (110) , en fixant une lame 
5 metallique (28) au moyen d'un adh£sif conducteur 
anisotrope (27) . 

3. Procede selon l'une des revendications 1 a 2, 
caracterise en cequ'il consiste en outre & realiser 

10 des rainures (120) sur la surface arriere (100) de la 
carte et entre les deux points de contact (112, 113) 
prevus pour la connexion des Electrodes inferieure et 
super ieure de la portion de film (2 5) , et en ce que ces 
rainures (120) sont orientees parallelement les unes 

15 aux autres. 

4. Procede selon l'une des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que la portion de film (25) est fixee 
sur la surface arriere (100) de la carte de telle sorte 

20 que ses dipoles moleculaires soient orientes 
perpendiculairement aux rainures (120) . 

5. Procede selon l'une des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce qu/il consiste a realiser une piece 

2 5 de contrainte (170) de forme rectangulaire munie, sur 

sa face inferieure, de crans (171) paralldles entre-eux 
aptes a se positionner en regard des rainures (12 0) de 
la surface arriere (100); et a placer cette" piece en 
appui sur la portion de film (25) , de maniere a lui 

3 0 conferer une forme crenelee. 

6. Procede selon l'une des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce qu'il consiste a appliquer une 
tension de 12 volts aux bornes de la portion de film 
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(25) placee sous contrainte, de maniere a ce qu'elle 
emette des signaux acoustiques. 

7. Proc€d6 selon l'une des revendications la 6, 
5 caracterise en ce qu'il consiste en outre a effectuer 
des trous debouchants repartis le long des rainures 
(120) de la surface arriere (100) , de maniere a ce 
qu'ils facilitent 1 Emission des signaux acoustiques. 

10 8* Transducteur sonore en polyvinylidene fluorS 

(PVDF) integre dans une carte a production de signaux 
acoustiques transmissibles par voie telephonique, dont 
la surface arri&re (100) supporte un motif 
d' interconnexions (110) , caracterise en ce qu'il 

15 comprend : 

- des rainures (120) paralleles les unes aux 
autres, supportees par la surface arriere (100) de la 
carte, 

- une portion de film (25) en PVDF, de trds faible 
20 §paisseur, supportant deux electrodes infer ieure et 

superieure, qui sont connectees au motif 

d' interconnexions (110) de la carte, et 

- une pi£ce de contrainte (170) dont la face 
infer ieure comporte des crans (171) paralleles entre- 

25 eux, aptes a se positionner en regard des rainures 
(120) et a appuyer sur la portion de film (25) pour lui 
conferer une forme crenelee. 

9. Transducteur selon la revendication 8, 
30 caracterise en ce que 1'epaisseur de la portion de film 

(25) est comprise entre 9 et 12 Jim. 

10. Transducteur selon l'une des revendications 8 a 
9, caracterise en ce qu'il est de forme rectangulaire, 

3 5 de largeur comprise entre 25 et 3 0 mm et de longueur 
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comprise entre 27 et 35 mm. 

11. Transducteur selon l'une des revendications 8 a 

10, caracteris€ en ce que les rainures (120) pr£sentent 
5 une profondeur de l'ordre de 0,19mm. 

12. Transducteur selon l'une des revendications 8 a 

11, caractferise en ce que l'epaisseur de la_ pi&ce de 
contrainte (170) munie de ses crans (171) est comprise 

10 entre 0,3 et 0,4 mm. 

13. Transducteur selon l'une des revendications 8 a 

12, caracterise en ce que la piece de contrainte (170) 
fait partie integrante de la surface avant (18 0) de la 

15 carte. 
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Bandes de metallisations double— face 
sur ruban en PVDF 
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Decoupe de chaque bande de metallisations 
en film tinitaire 






Fixation dune portion de film unitaire 
sur la surface arriSre de la carte 






Application dune 
la portion 


contrainte sur 
de film 
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